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　今回，材料技術委員会では，「異種材料接合」と題して特
集企画を行うこととした。異種材料接合自体は古くから行
われてきた技術領域と言えるが，近年，世の中の動向に従
い異種材料接合があらためて注目され，多くの研究開発が
進められてきている。特に自動車分野では，環境問題やエ
ネルギ問題を背景に軽量化の要請が高まってきており，軽
い材料，とくに樹脂材料を部分的に使用すべく樹脂材料と
金属材料を接合する技術が重要となってきている。また，
建築物・構造物や医療，航空宇宙などを含む多くの分野に
おいても，環境負荷低減，耐久性，洗浄耐性，生体親和
性，安全性，リペア性など，多岐に渡った要求が顕在化し
始めている。
　エレクトロニクス分野においても異種材料接合技術の革
新に対する期待は高い。言うまでもなくこの分野でも，金
属材料や樹脂，半導体，セラミック材料など複数の材料を
用いて，電子部品や半導体，回路基板の製造から，部品搭
載や封止に至るまでが行われているが，さらなる高性能化
や高機能化，軽薄短小化の動向に伴い，接合面の平滑化や
低温接合，接合信頼性の向上といった多くの要請がある。
今回の企画はこれらの状況を踏まえたものである。
　前置きが長くなってしまったが，以下簡単に各記事の内
容について紹介させて頂く。
　まずは，群馬大学の井上雅博氏に，有機系接着剤をモデ
ルとした界面相互作用に基づく接着理論を紹介頂き，その
発展として反応性基を有する単分子膜（分子接着剤）形成
による分子接着のシミュレーションについても触れて頂い
た。界面制御を理論的に考える際の参考にして頂きたい。
　続く 5つの記事は概して分子接合に関わるものである。
分子接合では主に表面改質，官能基付与，接合などがポイ
ントとなるが，各々の記事で種々の手法について解説頂い
た。

　まず，官能基付与に特徴ある接合技術として，いおう研
究所の森　邦夫氏と大阪大学の原田　明氏よりご解説頂い
た。森　邦夫氏からはチオール基とアルコキシ基を有する
化合物を分子接合材とする技術に関し，その原理と多岐に
渡る接合事例についてご紹介頂いている。また，大阪大学
の原田　明氏からは，有機化学反応として有名な鈴木・宮
浦クロスカップリング反応などを用いた分子接合の可能性
をご紹介頂いた。いずれも異種材料間で共有結合を形成す
るものであり，高い接合信頼性を得る上で有効と考えられ
る。
　一方，表面改質を中心とした接合技術に関しては，名古
屋大学の田嶋聡美氏からはプラズマ処理を用いた手法につ
いてご紹介頂き，物質・材料研究機構の重藤暁津氏と東京
大学の梶原雄介氏からは，加湿 VUV処理による接合と微
細構造制御技術を用いた成形接合について解説頂いた。い
ずれも注目されてきた表面改質法であり，是非，各検討事
例について一読頂きたい。
　最後に，熱アシストプラズマ法による表面改質と表面に
ポリマーをグラフトさせる手法を合せたフッ素樹脂の異種
接合技術を紹介頂いた。難接着性であるフッ素樹脂の接合
技術は高周波用プリント配線板など，フッ素樹脂の特性を
活かした新たな展開を期待できる。
　以上，簡単に本特集について紹介したが，今回の特集が
さらに新しい材料開発や実装技術開発，エレクトロニクス
製品の開発に役立てば幸いである。最後に，今回の特集に
あたり，多忙の中で執筆をお引き受け頂いた著者の方々に
深く感謝の意を表したい。

（2016.2.17-受理）

  著者紹介
織壁　宏（おりかべ　ひろし）

*味の素株式会社研究開発企画部バイオ・ファイン戦略グループ（〒 104-8315　東京都中央区京橋一丁目 15番 1号）
*Bioscience & Fine Chemistry Group, R & D Planning Dept. Ajinomoto Co., Inc. (15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315)

特集に寄せて

材料技術委員会委員長　織壁　宏 *

Introduction to the Special Edition

Hiroshi ORIKABE*

特集／異種材料接合


